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Das elektronik journal erreichen Sie jetzt in digitaler
Form noch einfacher. Als PDF war und ist es im Archiv ja
bereits tiber ein Jahrzehnt abrufbar, aber jetzt bieten wir
Ihnen auch eine Version, die lhnen auch im Home Office
jederzeit zur Verfiigung steht: ein blatterbares E-Paper
auf der Website www.all-electronics.de.

www.all-electronics.de



Embedded-Systeme Coverstory

Flexible Kiihlkorperkonzepte fiir Embedded-Plattformen

Kompakt und leistungsstark miissen Embedded-Lésungen sein. Dasselbe gilt fir die Kiihl-
korper. Wir stellen einige Losungen vor, die CTX Thermal Solutions fuir Avnet Integrated
kunden- und anwendungsspezifisch designt hat. Autor: Wilfried Schmitz

Bild: CTX Thermal Solutions/ Avnet Integrated
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MARC-Module von Avnet Integrated werden

in einer Vielzahl von Embedded-Anwendun-

gen verwendet, darunter in HMIs an Lades&u-
len fiir Elektrofahrzeuge oder in Medizingeréten, bei-
spielsweise Beatmungsgeraten. Weitere Beispiele sind
Steuerrechner und Anzeigesysteme in 6ffentlichen
Verkehrsmitteln, IloT-Gateways, die Heimautomati-
on oder Anwendungen in der industriellen Automa-
tisierungstechnik. Um fiir jede Applikation innerhalb
kurzer Zeit eine genau zugeschnittene Hardwarelo-
sung zu entwickeln, werden zunehmend standardi-
sierte Basiskomponenten genutzt.

HMI- und loT-Anwendungen
Vor rund einem Jahr stellte Avnet Integrated seine
zweite Simple-Flex-Plattform vor, die sich gut fiir
HMI- und IoT-Anwendungen eignet und mit nur
geringfligigen Konfigurationsdnderungen an eine
Vielzahl anderer Anwendungen angepasst werden
kann. Die einsatzbereite Simple-Flex-Plattform MSC
SM2S-MB-EPS5 ist fiir den Einsatz mit dem breiten
Portfolio von x86- und ARM-basierten SMARC-
2.0-Modulen von Avnet Integrated konzipiert, das
den gesamten Leistungsbereich von Low-Power bis
High-Performance abdeckt.
Die SMARC-2.0-basierte
Simple-Flex-Plattform kann mit
Displays und Touchscreens von
Avnet Integrated kombiniert
werden, um ein komplettes
HMI-System aufzubauen. Mit
zehn verschiedenen SMARC-
Modulen lésst sich die Simple-Flex-Plattform MSC
SM2S-MB-EP5 ausstatten und sie bietet Schnittstel-
lenvielfalt sowie Erweiterungsmoglichkeiten fiir

zusdtzliche Optionen. Zur einfachen Systemintegra-
tion stehen verschiedene Heatspreader und Kiihlkor-
per von CTX Thermal Solutions zur Verfiigung. Auch
das neue SMARC-2.1-Modul mit Elkhart Lake (SM2S-
EL) wird mit den leistungsstarken, zuverldssigen
Kiihllésungen von CTX bestiickt.

Kunden- und anwendungsspezifisches
Kiihlkorperdesign

Kompakt, leistungsstark und moglichst mobil miissen
Embedded-Systeme sein. Dies ist eine Herausforde-
rung fiir Entwickler und fiir die eingesetzten Kiihl-
korperlosungen. Schliefilich miissen auch die Kiihl-

DATEN

Vor rund einem Jahr stellte Avnet Integrated seine zweite
Simple-Flex-Plattform MSC SM2S-MB-EP5 vor. Zur einfa-
chen Systemintegration stehen verschiedene Heatsprea-
der und Kuihlkérper von CTX Thermal Solutions zur Verfii-
gung. Auch das neue SMARC-2.1-Modul mit Elkhart Lake
(SM2S-EL) wird mit den Kiihllosungen von CTX bestickt.
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Schnittstellenvielfalt
und Erweiterungsmog-
lichkeiten fiir zusdtzliche
Optionen.
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korper immer kleiner und leistungsstarker werden,
um die mit der Prozessorleistung steigende Verlust-
leistung schnell und zuverldssig abzufithren. Denn
nur eine effiziente und effektive Kithlung sichert die
Funktion der Systeme dauerhaft. Als Spezialist fiir
applikationsspezifische Kithllosungen und Warme-
management entwickelt CTX passgenaue Losungen
zur aktiven oder passiven Kithlung von industriellen
Computeranwendungen wie
Embedded-Systemen und IPCs.
In der Regel wissen die Ent-
wickler aus Erfahrung, welche
Art der Kiithlung ihre spezielle
Applikation benétigt. Wie der

Kiihlkérper jedoch dimensio-
niert und designt werden soll,
ergibt sich erst im Gesprach mit einem Kiihlkorper-
spezialisten gegebenenfalls aus einer thermischen
Simulation.

Die Hardware-Spezifikation der Standardization
Group for Embedded Technologies e. V. (SGET) legt
fir SMARC-Module eine maximale Leistungsauf-
nahme von bis zu 15 W fest, die entsprechend als
Warmeverlustleistung wieder abgefiihrt werden midis-
sen. Die unterschiedlichen Module werden mit den
Kihlkoérpervarianten daraufhin optimiert. Der Stan-
dard fiir Smart Mobility ARChitecture, kurz SMARC,
legt auch klare Formfaktoren, Bohrbilder und Abmes-
sungen fiir die zu verwendenden Kiihlkérper und
Heatspreader fest. Auch hier soll den Entwicklern der
darauf basierenden Embedded-Systeme eine einfache,
standardisierte Entwicklungsprozedur und Auftrags-
vergabe an die Zulieferer ermoglicht werden. Dennoch
ist fiir jedes Projekt kundenspezifisches Engineering
gefragt. Da der Leiterplattenaufbau jeder neuen
Modulserie natiirlich variiert, miissen die Ingenieure
beispielsweise an der Kiihlerriickseite genaue Detail-
anpassungen vornehmen, um Kontaktflachen und
Waérmeiibergdnge von Prozessoren und anderen
SMD-Komponenten auf den Kiihler zu optimieren.
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Durch die spezielle
Stift- beziehungswei-
se Rippenform der
Embedded-Kiihlkor-
per sind hohere Stro-
mungsgeschwindig-
keiten der Luft als bei
extrudierten Rippen
moglich.

Bild: CTX Thermal Solutions
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SMARC-Modul mit
einem Heatspreader.

Die Simple-Flex-Platt-
form MSC SM2S-MB-
EP5 lasst sich mit
zehn verschiedenen
SMARC-Modulen aus-
statten und bietet
Schnittstellenvielfalt
sowie Erweiterungs-
maoglichkeiten fiir zu-
satzliche Optionen.
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Verschiedene Kiihlkorpervarianten

Fiir das neue SMARC-Modul SM2S-EL gibt es je nach
Ausfiihrung vier verschiedene Kiihlkérpervarianten.
Fiir manche Module wurden sogar bis zu neun Vari-
anten umgesetzt. Dabei kommt es hauptsachlich auf
die Einbausituation im Endgerdt an. Wenn das Modul
an eine kundenspezifische Kiithllésung angebunden
wird, beispielsweise ein grofler Kithlkorper als
Gehduseriickwand, kommt eine Heatspreader-Vari-
ante zum Tragen. Ist im Geréat gentigend Platz und
ein konstanter Luftstrom vorhanden, beispielsweise
durch einen Gehéuseliifter, ist ein sogenannter Pin-
Block-Kiihlkorper sehr gut geeignet. Diese Pin Blocks
sind eine Formvariante der Stiftkithlkérper und
haben den Vorteil, dass der Luftstrom nicht zwingend
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aus einer Richtung kommen muss. Dadurch ist die
Einbaulage der Module mit diesem Kiihlkorper vari-
abler als mit einem klassischen Finnen- oder Pin-
Fin-Kiihlkorper.

Leistungsstarke und

zuverlassige Entwarmung

Die kundenspezifisch designten und gefertigten Rip-
pen- und Stiftkithlkérper dienen der zuverldssigen
Entwarmung von Mikroprozessoren, Embedded-Sys-
temen und LED-Applikationen. Sie werden im Kalt-
flieBpressverfahren aus Reinaluminium A199,5/1070
gemafB DIN EN 1050 und 1070 hergestellt. Aufgrund
der Rohmaterialeigenschaften und der durch das Her-
stellungsverfahren bedingten hohen Materialdichte
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erreichen sie mit iber 220 W/mK deutlich bessere
Wairmeleitfahigkeiten als vergleichbare Losungen,
die durch Extrusion oder Druckgussverfahren herge-
stellt werden. Auf Wunsch koénnen auch Lésungen
mit einer Kombination aus Stiften und Rippen bis zu
einer Kithlkdrperhdhe von 80 mm hergestellt werden.
Die flexible Fertigung mit dem KaltfliefSpressverfah-
ren ermoglicht runde, quadratische und elliptische
Kihlkorper und erlaubt Stiftdurchmesser von 1 bis
4 mm bei Stiftkithlkérpern und Rippenstarken ab
0,6 mm bei Rippenkiihlkérpern. Die Oberflachen
konnen klar oder farbig eloxiert, pulverbeschichtet
und chromatiert werden.

Durch die spezielle Stift- beziehungsweise Rippen-
form sind hohere Stromungsgeschwindigkeiten der

Luft als bei extrudierten Rippen méglich. Zusétzlich
sorgt eine strémungsbegiinstigende Anordnung der
Kiihlstifte bereits bei natiirlicher Konvektion fiir eine
optimale Kiithlung. Die Kiihlleistung der kaltflief3ge-
pressten Stift- und Rippenkiihlkorper liegt aufgrund
ihrer Materialeigenschaften und des besonderen
Designs um 30 Prozent iiber der Leistung gleich-
dimensionierter Strangpresskiihlkérper und um
40 Prozent tiber der vergleichbarer Druckgusskiihl-
kérper. (new) ]

Autor

Wilfried Schmitz

Geschéftsfiihrender Gesellschafter, CTX Ther-
mal Solutions, Nettetal

SMARC-Modul mit ei-
nem Stiftkiihlkorper.
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